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Taumelkreisprüfung und Setztiefenmessung von Steck-
verbindern und einzelnen Pins stellen hohe Anforde- 
rungen an die eingesetzte Messtechnik. Mit dem Mess- 
modul 3D•EyeZ von GÖPEL electronic ermöglicht eine  
zuverlässige Inspektion von Steckern und Pins. Die Tech- 
nologie steht sowohl für Stand-Alone als auch für Inline-
AOI-Systeme zur Verfügung. 

Besuchen Sie GÖPEL auf der productronica  
Halle A1, Stand 239

www.goepel.com
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